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摘要(译)

基于ping的超声成像的质量取决于描述发射和接收换能器元件的精确声
学位置的信息的准确性。提高换能器元件位置数据的质量可以显着改善
基于ping的超声图像的质量，特别是使用多孔径超声成像探头获得的那
些，即，总孔径大于任何预期的最大相干孔径宽度的探头。描述了用于
校准探针的元件位置数据的各种系统和方法。
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